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Le bus de rail profilé complet pour le systéeme Informations générales de commande

modulaire de boitier électronique
Pour l'alimentation, la connexion et la répartition dans les

Version Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact
applications modulaires, le bus de rail profilé remplace le bus pour CH20M8, Raccordement soudé THT/
a AT ~ . . THR, Nombre de péles: 5, 180°, doré, noir
cablage individuel coliteux par une solution systeme sans —
i i . Référence 1155840000
interruptions et flexible. Type SR-SMD 4.50/05,90 AU BK BX
Le bus systéme est intégré de facon sdre dans le rail GTIN (EAN) 4032248942534
profilé standard de 35 mm. Le bloc de contact de Qté. 78 piece(s)
bus SMD peut étre traité d'une maniére totalement Indices de produit uL:
Emballage Boite

automatique lors de la production de sous-ensembles

par un procédé de refusion. Les surfaces de contact
résistantes et dorées garantissent un contact durable et
fiable pour toutes les largeurs de boitiers.

+ Echelonnement sans limites- la solution de
connexion complete pour toutes les largeurs de systemes
- de la plaque de 6 mm au boitier grande capacité de 67
mm.

¢ Installation facile a réaliser - remplacement de
modules facile méme dans les groupes de modules et
sans effet sur les modules voisins.

* Intégration universelle- bus systéme sans
interruptions : intégré en toute sécurité sur le rail profilé
de 35 mm standard.

¢ Disponibilité maximale - Cing contacts doubles
coudés totalement galvanisés et partiellement dorés
garantissent un contact durable avec le bus du rail profilé.
Les brides soudées THR garantissent une connexion
stable au circuit imprimé.
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Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur 5,9 mm Hauteur (pouces) 0,232 inch
Largeur 16,3 mm Largeur (pouces) 0,642 inch
Longueur 24 mm Longueur (pouces) 0,945 inch
Poids net 2,897¢g

Classifications

ETIM 6.0 EC001031 ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031 ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9.1 27-18-27-90 ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92
Données des matériaux

Matériau isolant LCP Couleur noir

Tableau des couleurs (similaire) RAL 9011 Groupe de matériaux isolants llla

Indice de Poursuite Comparatif (CTI) 175 < CTI < 400 Tenue d'isolation >108Q
Moisture Level (MSL) 1 Surface du contact doré
Température de stockage, min. -40 °C Température de stockage, max. 70°C
Température de fonctionnement, min. -50 °C Température de fonctionnement, max. 100 °C
Plage de température montage, min. -30°C Plage de température montage, max. 100°C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984

Caractéristiques des matériaux

Groupe de matériaux isolants llla 175 <CTI<400

Matériau isolant LCP

Indice de Poursuite Comparatif (CTI)

Caractéristiques générales

Couleur noir
Tableau des couleurs (similaire) RAL 9011

Degré de protection IP20

Note importante

Conformité IPC Conformité : les produits sont concus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils
sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives

selon IPC-A-6 10 « Classe 2 ». Des requétes supplémentaires sur le produit peuvent étre évaluées sur demande.

Agréments

Agréments

ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat N® (cURus) E60693
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Téléchargements

Données techniques CAD data — STEP

Données techniques EPLAN

Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures FL ANALO.SIGN.CONV. EN

MB DEVICE MANUF. EN

FL MACHINE SAFETY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

PO OMNIMATE EN
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more
than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of
components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for
the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The time above melting point of 217°C the
paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10
and 40 seconds. In the cooling phase at 2 -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.



